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1- Nouvelles diverses.
Catherine rappelle les dates pour les 2 tests en faisceau à venir :

· 4 Aout au 11 Aout sur la ligne T2-H2 du SP
\\Lapp.in2p3.fr\dfs_lapp\LC\Detecteurs\MicroMegas\TestsFaisceau2008\02SPS.pdf
· 6 Novembre au 12 Novembre sur la ligne T9 du PS
\\Lapp.in2p3.fr\dfs_lapp\LC\Detecteurs\MicroMegas\TestsFaisceau2008\03PS.pdf
(Installation et démontage compris)

Catherine et Julie résument la réunion DHCAL-France du 6 Mai 2008 :

http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=878
Infos importantes :

· Nécessité d’une résistance de polarisation au niveau du circuit de protection de chips.
· Packaging des 35 HARDROCs chez SYSTREL et non plus aux USA
les boitiers sont déjà chez SYSTREL ( les HARDROCs sont disponibles pour le câblage des ASUs à 4 HARDROCs (en boitier et testés par le LAL)  vers le 16 Juin. 

Yannis rappelle de trois lettres d’intention  (LOI, Letter Of Intent) qui correspondent à trois design de détecteur doivent être déposées en mars 2009 :

· SiD

· ILD

· 4ème concept.
Il est donc important d’être en mesure de présenter les réalisations et les résultats du groupe dans la LOI SiD pour que l’option MicroMegas pour un DHCAL soit prise en compte.

2 – Electronique.

Julie : carte DIF
Les cartes DIF sont parties en production le 29 avril, le câblage est prévu pour la semaine 22, les DIFs devraient être de retour de câblage aux alentours du 15 juin.

10 exemplaires ont été commandés et seront tous câblés :

· 1 LLR

· 1 LAL

· 6 IPNL (1 chip IPNL, 2 acquisition Xdac puis les 6 pour le m2 RPC)
· 2 LAPP

Les autres DIFs pour le m2 MicroMegas et pour le m3 feront l’objet d’une commande future.

Guilhaume travaille avec Julie sur le VHDL.

La possibilité de tester la DIF avec une carte d’évaluation munie de FPGA qui simulerait des HARDROCs a été mentionnée. Cela nécessite une carte intermédiaire dédiée. La décision sera prise d’ici 1 (2) semaine(s) quand Cyril pourra se prononcer quand à la date de disponibilité des ASUs.

La validation du VHDL avec l’acquisition Xdac avec Christophe D. de Lyon est bien avancée. 

Cyril : ASU 4 HARDROC et CI
Cyril a pris du retard sur la conception de l’ASU car il a du travailler sur des modifications des circuits pour LHCb.

De plus, l’ajout de protection fait que les schémas existants sont obsolètes et le design doit être remis à plat.

Il y a encore 15 jours de travail sur le routage. 5 ASUs devraient être disponibles pour tests vers la mi-Juillet.
Les 5 ASUs pourront-être reliés entre eux soit sur un plan, soit en sandwich ( nécessité d’avoir des longueurs de nappe assez longues entre ASUs. Il faut prévoir des nappes terminées à une extrémité par des bouchons.
Pour ce qui est de la carte intermédiaire : sa conception devrait être « rapide »  et commencer dès la fin de l’ASU 4 HARDROCs. 
La dimension de la carte intermédiaire est à préciser. Il y aura sans doute différentes carte intermédiaire pour lire soit les ASUs 8x32 soit les ASUs du m2 32x48.
Pour assurer une surface de contact assez importante avec le laminoir lors de la pose du bulk il faut :

· Optimiser la positions des composants du circuit de protection (R,C,diode) sur l’ASU

ou

· Noyé le coté composants dans l’araldite (sauf connecteur!) pour retrouver une surface plane.
L’ensemble ASU+bulk+chambre doit-être disponible vers le 15 Septembre ( il faut prévoir la mécanique :
· La pose du bulk

· Le cadre d’étanchéité avec couvercle et base (du type m2 ?)
Cyril : ASU pour le m2
Pour les ASUs 32x48 à 24 HARDROCs, Cyril prévoit 4 connecteurs pour distribuer la clock et autres signaux numériques (c.à.d. 2x6 = 12 HARDROCs pour 1 clock)
Afin de limiter la connectique on pourrait passer à 2 connecteurs (c.à.d. 2x12 = 24 HARDROCs pour 1 clock) voir 1 connecteur  (c.à.d. 2x24 = 48 HARDROCs pour 1 clock).
Ceci peut poser un problème de timing antre les signaux du premier HARDROC et du dernier HARDROC.

3- Proto technologique du m².
Ino : point sur l’avancement du projet
Mardi, il a été décidé à cause du coût de ne pas fabriquer un PCB fantôme dédié avec pads et empreintes composants mais de demander à RUI un PCB vierge  de 32 par 48 mm ; sur la face supérieure sera déposée une couche de film photosensible afin de pouvoir reproduire les états de surfaces des zones de collage du futur ASU32x48, sur la face inférieure la finition sera de type vernis.
Il n’y aura pas de composant et les connecteurs seront collés sur la face inférieure avec une nappe.

Ce PCB fantôme simplifié permettra de 

· tester l’assemblage de 6 ASUs en 1 chambre de 1m2
· vérifier l’étanchéité de l’ensemble et l’homogénéité du gaz dans la chambre.

Par la suite, il faut réfléchir sur la manière de manipuler les ASUs : Il faut envisager un local propre (salle grise ?), avec un « marbre », et l’outillage spécialisé. 
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Dernier point : à partir de mi juin, Ino va rejoindre l’expérience Hess. Ceci pose le problème, d’une manière plus globale, de la répartition des ressources humaines sur les expériences.

Claude dit être en train de réfléchir à une personne supplémentaire en mécanique !

Le prototype technologique du m2 devrait-être finalisé pour Novembre 2008

4- Tests faisceau
Ino : 
La partie pour rehausser la structure est en cours de design.
5- Design et optimisation de la sutrucure HCAL .
Nicolas : point sur l’avancement du projet

Un nouveau design avec un rayon externe réduit tout en restant non projectif est présenté !
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